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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　揮発性を有する溶媒を含む溶液の液滴を塗布対象物の塗布面に向けて吐出し、前記塗布
面に塗布膜を形成する液滴塗布装置であって、
　前記塗布対象物が載置されるステージと、
　前記溶液の液滴を駆動素子の駆動により吐出孔から吐出する塗布ヘッドと、
　前記ステージと前記塗布ヘッドとを前記ステージ上の前記塗布対象物の塗布面に沿って
相対移動させる移動装置と、
　前記駆動素子に前記液滴の吐出に必要な駆動電圧を与える制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記ステージと前記塗布ヘッドとを相対移動させて前記ステージ上の前
記塗布対象物の塗布面に対して前記液滴を前記吐出孔から前記相対移動方向に沿って同じ
吐出量で複数滴吐出させるとき、前記塗布ヘッドによる前記液滴の吐出開始から所定吐出
回数分の前記駆動電圧を前記所定吐出回数より後の前記駆動電圧よりも増加させて前記駆
動素子に与えることを特徴とする液滴塗布装置。
【請求項２】
　揮発性を有する溶媒を含む溶液の液滴を塗布対象物の塗布面に向けて吐出し、前記塗布
面に塗布膜を形成する液滴塗布装置であって、
　前記塗布対象物が載置されるステージと、
　前記溶液の液滴を駆動素子の駆動により吐出孔から吐出する塗布ヘッドと、
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　前記ステージと前記塗布ヘッドとを前記ステージ上の前記塗布対象物の塗布面に沿って
相対移動させる移動装置と、
　前記駆動素子に前記液滴の吐出に必要な駆動電圧を与える制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記ステージと前記塗布ヘッドとを相対移動させて前記ステージ上の前
記塗布対象物の塗布面に対して前記液滴を前記吐出孔から前記相対移動方向に沿って複数
滴吐出させるとき、前記塗布ヘッドによる前記液滴の吐出開始から所定吐出回数分の前記
駆動電圧を、当該所定吐出回数分の液滴の吐出に対して予め設定された駆動電圧よりも増
加させて前記駆動素子に与えることを特徴とする液滴塗布装置。
【請求項３】
　前記塗布対象物に対して吐出された液滴の吐出量に関する情報を取得する検出部をさら
に備え、
　前記制御部は、前記検出部により取得された前記液滴の吐出量に関する情報に基づいて
、前記増加量を調整することを特徴とする請求項１または２に記載の液滴塗布装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記塗布ヘッドによる前記塗布対象物に対する一連の塗布動作中におい
て、前記塗布ヘッドによる液滴の吐出を中断した後再び吐出開始するときには、当該吐出
開始前における前記塗布ヘッドの吐出中断時間に応じて、当該塗布対象物に対する１回目
の吐出開始における前記増加量を調整して用いることを特徴とする請求項１～３のいずれ
かに記載の液滴塗布装置。
【請求項５】
　揮発性を有する溶媒を含む溶液の液滴を塗布対象物の塗布面に向けて吐出し、前記塗布
面に塗布膜を形成する液滴塗布方法であって、
　前記塗布対象物が載置されるステージと、前記溶液の液滴を駆動素子の駆動により吐出
孔から吐出する塗布ヘッドとを前記ステージ上の前記塗布対象物の塗布面に沿って相対移
動させ、前記駆動素子に前記液滴の吐出に必要な駆動電圧を与えるステップを有し、
　前記与えるステップでは、前記ステージと前記塗布ヘッドとを相対移動させて前記ステ
ージ上の前記塗布対象物の塗布面に対して前記液滴を前記吐出孔から前記相対移動方向に
沿って同じ吐出量で複数滴吐出するとき、前記塗布ヘッドによる前記液滴の吐出開始から
所定吐出回数分の前記駆動電圧を前記所定吐出回数より後の前記駆動電圧よりも増加させ
て前記駆動素子に与えることを特徴とする液滴塗布方法。
【請求項６】
　揮発性を有する溶媒を含む溶液の液滴を塗布対象物の塗布面に向けて吐出し、前記塗布
面に塗布膜を形成する液滴塗布方法であって、
　前記塗布対象物が載置されるステージと、前記溶液の液滴を駆動素子の駆動により吐出
孔から吐出する塗布ヘッドとを前記ステージ上の前記塗布対象物の塗布面に沿って相対移
動させ、前記駆動素子に前記液滴の吐出に必要な駆動電圧を与えるステップを有し、
　前記与えるステップでは、前記ステージと前記塗布ヘッドとを相対移動させて前記ステ
ージ上の前記塗布対象物の塗布面に対して前記液滴を前記吐出孔から前記相対移動方向に
沿って複数滴吐出するとき、前記塗布ヘッドによる前記液滴の吐出開始から所定吐出回数
分の前記駆動電圧を、当該所定吐出回数分の吐出に対して予め設定された駆動電圧よりも
増加させて前記駆動素子に与えることを特徴とする液滴塗布方法。
【請求項７】
　前記塗布対象物に対して吐出された液滴の吐出量に関する情報を取得するステップをさ
らに有し、
　前記与えるステップでは、前記取得するステップにより取得された前記液滴の吐出量に
関する情報に基づいて、前記増加量を調整することを特徴とする請求項５または６に記載
の液滴塗布方法。
【請求項８】
　前記与えるステップでは、前記塗布ヘッドによる前記塗布対象物に対する一連の塗布動
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作中において、前記塗布ヘッドによる液滴の吐出を中断した後再び吐出開始するときには
、当該吐出開始前における前記塗布ヘッドの吐出中断時間に応じて、当該塗布対象物に対
する１回目の吐出開始における前記増加量を調整して用いることを特徴とする請求項５～
７のいずれかに記載の液滴塗布方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗布対象物に複数の液滴を吐出して塗布する液滴塗布装置及び液滴塗布方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液滴塗布装置は、液晶表示装置や有機ＥＬ（Electro Luminescence）表示装置等の各種
表示装置あるいは半導体装置等を製造する場合、例えば、カラーフィルタを形成する際、
または、ガラス基板や半導体ウェハ等の基板に配向膜やレジスト等の機能性薄膜を形成す
る際に用いられている。
【０００３】
　この液滴塗布装置は、塗布対象物に向けて複数のノズル、すなわち吐出孔から液滴を吐
出する塗布ヘッドを備えており、その塗布ヘッドと塗布対象物とを相対移動させながら塗
布液を各吐出孔から液滴として吐出させ、塗布対象物上の塗布領域に所定の塗布膜を形成
する（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　前述の液滴塗布装置では、塗布液として溶液が用いられている。このため、その溶液の
溶媒が揮発等により減少すると、塗布液の粘度は増加することになる。この粘度増加は液
滴の吐出量が減少する要因になっており、逆に、粘度減少は液滴の吐出量が増加する要因
になっている。このように液滴の吐出量は塗布液の粘度に応じて変化する。特に、塗布ヘ
ッドの吐出孔の開口付近では、塗布液の溶媒が揮発しやすく、その粘度は増加しやすい。
そこで、その粘度が増加した塗布液を取り除くため、塗布対象物とは別に設けられたトレ
イ等の受け部に向けて全吐出孔から液滴を連続して吐出させるダミー吐出が行われること
がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１３１４６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述のダミー吐出完了後に塗布が開始される際、塗布ヘッドは受け部上
の位置であるダミー吐出位置から塗布対象物に対する塗布開始位置まで移動する必要があ
り、この移動時間は数秒程度であるが、その間にも吐出孔の開口付近の溶媒揮発は進行し
、その開口付近の塗布液の粘度は増加してしまう。特に、塗布ヘッドの移動時間は基板の
大型化に伴って長くなる傾向にある。このようにダミー吐出後にも塗布液の粘度が増加す
るため、吐出開始時の液滴の吐出量が減少し、塗布ムラ等の塗布不良が発生して塗布品質
が低下してしまう。
【０００７】
　本発明は上記を鑑みてなされたものであり、その目的は、塗布不良の発生を抑止して塗
布品質を向上させることができる液滴塗布装置及び液滴塗布方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態に係る第１の特徴は、液滴塗布装置において、揮発性を有する溶媒を
含む溶液の液滴を塗布対象物の塗布面に向けて吐出し、前記塗布面に塗布膜を形成する液
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滴塗布装置であって、
　前記塗布対象物が載置されるステージと、
　前記溶液の液滴を駆動素子の駆動により吐出孔から吐出する塗布ヘッドと、
　前記ステージと前記塗布ヘッドとを前記ステージ上の前記塗布対象物の塗布面に沿って
相対移動させる移動装置と、
　前記駆動素子に前記液滴の吐出に必要な駆動電圧を与える制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記ステージと前記塗布ヘッドとを相対移動させて前記ステージ上の前
記塗布対象物の塗布面に対して前記液滴を前記吐出孔から前記相対移動方向に沿って同じ
吐出量で複数滴吐出させるとき、前記塗布ヘッドによる前記液滴の吐出開始から所定吐出
回数分の前記駆動電圧を前記所定吐出回数より後の前記駆動電圧よりも増加させて前記駆
動素子に与えることである。
【０００９】
　本発明の実施形態に係る他の特徴は、液滴塗布装置において、揮発性を有する溶媒を含
む溶液の液滴を塗布対象物の塗布面に向けて吐出し、前記塗布面に塗布膜を形成する液滴
塗布装置であって、
　前記塗布対象物が載置されるステージと、
　前記溶液の液滴を駆動素子の駆動により吐出孔から吐出する塗布ヘッドと、
　前記ステージと前記塗布ヘッドとを前記ステージ上の前記塗布対象物の塗布面に沿って
相対移動させる移動装置と、
　前記駆動素子に前記液滴の吐出に必要な駆動電圧を与える制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記ステージと前記塗布ヘッドとを相対移動させて前記ステージ上の前
記塗布対象物の塗布面に対して前記液滴を前記吐出孔から前記相対移動方向に沿って複数
滴吐出させるとき、前記塗布ヘッドによる前記液滴の吐出開始から所定吐出回数分の前記
駆動電圧を、当該所定吐出回数分の液滴の吐出に対して予め設定された駆動電圧よりも増
加させて前記駆動素子に与えることである。
【００１０】
　本発明の実施形態に係る他の特徴は、液滴塗布方法において、揮発性を有する溶媒を含
む溶液の液滴を塗布対象物の塗布面に向けて吐出し、前記塗布面に塗布膜を形成する液滴
塗布方法であって、
　前記塗布対象物が載置されるステージと、前記溶液の液滴を駆動素子の駆動により吐出
孔から吐出する塗布ヘッドとを前記ステージ上の前記塗布対象物の塗布面に沿って相対移
動させ、前記駆動素子に前記液滴の吐出に必要な駆動電圧を与えるステップを有し、
　前記与えるステップでは、前記ステージと前記塗布ヘッドとを相対移動させて前記ステ
ージ上の前記塗布対象物の塗布面に対して前記液滴を前記吐出孔から前記相対移動方向に
沿って同じ吐出量で複数滴吐出するとき、前記塗布ヘッドによる前記液滴の吐出開始から
所定吐出回数分の前記駆動電圧を前記所定吐出回数より後の前記駆動電圧よりも増加させ
て前記駆動素子に与えることである。
【００１１】
　本発明の実施形態に係る他の特徴は、液滴塗布方法において、揮発性を有する溶媒を含
む溶液の液滴を塗布対象物の塗布面に向けて吐出し、前記塗布面に塗布膜を形成する液滴
塗布方法であって、
　前記塗布対象物が載置されるステージと、前記溶液の液滴を駆動素子の駆動により吐出
孔から吐出する塗布ヘッドとを前記ステージ上の前記塗布対象物の塗布面に沿って相対移
動させ、前記駆動素子に前記液滴の吐出に必要な駆動電圧を与えるステップを有し、
　前記与えるステップでは、前記ステージと前記塗布ヘッドとを相対移動させて前記ステ
ージ上の前記塗布対象物の塗布面に対して前記液滴を前記吐出孔から前記相対移動方向に
沿って複数滴吐出するとき、前記塗布ヘッドによる前記液滴の吐出開始から所定吐出回数
分の前記駆動電圧を、当該所定吐出回数分の吐出に対して予め設定された駆動電圧よりも
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増加させて前記駆動素子に与えることである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、塗布不良の発生を抑止して塗布品質を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る液滴塗布装置の概略構成を示す図である。
【図２】図１に示す液滴塗布装置が備える塗布ヘッドの概略構成を示す断面図である。
【図３】図１に示す液滴塗布装置が行う塗布処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】図３に示す塗布処理における画素の色度測定での測定対象画素を説明するための
説明図である。
【図５】画素の色度と吐出開始からの画素数との関係を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１に示すように、本発明の第１の実施形態に係る液滴塗布装置１は、塗布対象物とし
ての基板Ｋが水平状態（図１中、Ｘ軸方向及びＹ軸方向に沿う状態）で載置されるステー
ジ２と、そのステージ２をＸ軸方向に搬送するステージ搬送部３と、そのステージ搬送部
３用のドライバ４と、ステージ２上の基板Ｋの塗布対象面（以下、単に塗布面という）に
向けて液滴を吐出する塗布ヘッド５と、各部を制御する制御部６とを備えている。
【００１６】
　ステージ２は、ステージ搬送部３上に設けられ、Ｘ軸方向に移動可能に設けられている
。このステージ２の載置面は平坦に形成されており、その載置面上には基板Ｋが自重によ
り載置される。なお、載置面上に基板Ｋを保持するため、静電チャックや吸着チャック等
の機構が設けられても良い。
【００１７】
　ステージ搬送部３は、ステージ２を支持し、その支持したステージ２をＸ軸方向に案内
して移動させる。このステージ搬送部３はドライバ４に電気的に接続されており、ドライ
バ４からの電力供給により駆動する。ステージ搬送部３としては、例えば、サーボモータ
を駆動源とする送りねじ式の移動機構やリニアモータを駆動源とするリニアモータ式の移
動機構等が用いられる。このステージ搬送部３がステージ２と塗布ヘッド５とをステージ
２上の基板Ｋの塗布面に沿って相対移動させる移動装置として機能する。
【００１８】
　ドライバ４は、制御部６に電気的に接続されており、その制御部６からの制御信号を受
けてステージ搬送部３が備えるモータ等の駆動源に電流を流して電力を供給する。電流が
ステージ搬送部３の駆動源に流れると、その駆動源が動作し、ステージ２がＸ軸方向に沿
ってステージ搬送部３により移動することになる。
【００１９】
　塗布ヘッド５は、その内部に収容する塗布液である溶液を外部に複数の液滴として吐出
する吐出部として機能する。この塗布ヘッド５は、ステージ２及びステージ搬送部３を跨
ぐ門型のコラムにヘッド搬送部（いずれも図示せず）を介して設けられている。コラムの
梁部はＹ軸方向に平行にされている。ヘッド搬送部は、塗布ヘッド５を支持し、その支持
した塗布ヘッド５をＹ軸方向に案内して搬送する。このヘッド搬送部としては、例えば、
サーボモータを駆動源とする送りねじ式の移動機構やリニアモータを駆動源とするリニア
モータ式の移動機構等が用いられる。
【００２０】
　ここで、溶液は、基板Ｋ上に残留物として残留する溶質と、その溶質を溶解（分散）さ
せる溶媒とにより構成されている。例えば、溶液の一種であるインクは、顔料、溶剤（イ
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ンク溶剤）、分散剤及び添加剤等の各種の成分により構成されている。このインクが基板
Ｋの表面上に着弾すると、そのインクから溶媒が揮発し、顔料等の溶質が残留することに
なる。
【００２１】
　前述の塗布ヘッド５は、図２に示すように、液滴を吐出するための複数の吐出孔１１ａ
を有するノズルプレート１１と、各吐出孔１１ａにそれぞれ連通する複数の液室１２ａを
有するヘッド本体１２と、各液室１２ａの容積を変化させる可撓板１３と、可撓板１３を
変形させる複数の圧電素子１４と、それらの圧電素子１４を駆動させる圧電素子駆動部１
５とを備えている。
【００２２】
　ノズルプレート１１には、複数個の吐出孔１１ａが長手方向に所定ピッチ（所定間隔）
で直線状に並べられて形成されている。これらの吐出孔１１ａの並び方向が例えばＹ軸方
向（図１参照）に対して所定角度だけ傾くようにされ、塗布ヘッド５がヘッド搬送部を介
してコラムに設けられている。なお、塗布ヘッド５はその所定角度が変更可能に構成され
ている。例えば、塗布ヘッド５が回転機構（図示せず）によりθ方向（図１中、ＸＹ平面
に沿う回転方向）に回転可能に支持されており、その回転機構によりＹ軸方向に対して所
定角度だけ傾けられる。この所定角度を変更することにより、基板Ｋ上でＹ軸方向に並ぶ
各液滴の間隔、すなわちＹ軸方向の塗布ピッチを調整することができる。
【００２３】
　ヘッド本体１２には、溶液を収容する各液室１２ａに加え、それらの液室１２ａに枝管
路（図示せず）を介して連通する主管路１２ｂと、その主管路１２ｂの一端に連通する給
液管路１２ｃと、主管路１２ｂの他端に連通する排液管路１２ｄとが形成されている。な
お、給液管路１２ｃは溶液タンクから主管路１２ｂに溶液を供給するための流路であり、
チューブやパイプ等の供給管を介して溶液タンクに接続されている。また、排液管路１２
ｄは主管路１２ｂを通過した溶液を溶液タンクに戻すための流路であり、チューブやパイ
プ等の排出管を介して前述の溶液タンクに接続されている。
【００２４】
　可撓板１３は、その変形により各液室１２ａの容積を増減させるための板部材である。
この可撓板１３は撓み変形可能にヘッド本体１２に取付けられており、各液室１２ａの壁
部として機能する。なお、ヘッド本体１２は矩形枠状に形成されており、その下面側開口
部分が可撓板１３によって閉塞されている。この可撓板１３がノズルプレート１１により
覆われ、ノズルプレート１１と可撓板１３との間に各液室１２ａが形成されている。
【００２５】
　各圧電素子１４は、各液室１２ａにそれぞれ対向させて可撓板１３に固着されている。
これらの圧電素子１４は圧電素子駆動部１５に電気的に接続されており、その圧電素子駆
動部１５からの電力供給により駆動する。圧電素子１４が駆動して伸縮すると、その駆動
した圧電素子１４に対応する可撓板１３の一部が変形するため、その変形に応じて液室１
２ａの容積が増減し、その液室１２ａに連通する吐出孔１１ａから液滴が吐出される。こ
の圧電素子１４が駆動素子として機能する。
【００２６】
　圧電素子駆動部１５は、制御部６に電気的に接続されており、その制御部６からの制御
信号を受けて各圧電素子１４に個別に電圧を印加することが可能なデバイスである。この
圧電素子駆動部１５は、制御部６からの制御信号に応じて各圧電素子１４を個別に駆動さ
せ、塗布ヘッド５の各吐出孔１１ａから個別に液滴を吐出させる。
【００２７】
　このような構成の塗布ヘッド５は、圧電素子駆動部１５による各圧電素子１４に対する
駆動電圧の印加に応じて、可撓板１３の変形により各液室１２ａ内の溶液を対応する吐出
孔１１ａから押し出して液滴として吐出する。このとき、各液室１２ａは溶液により満た
されている状態である。
【００２８】
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　図１に戻り、制御部６は、全体制御用のメインコントローラ６ａと、塗布ヘッド５制御
用のヘッドコントローラ６ｂとを備えている。メインコントローラ６ａには、色度を測定
する色度計６ｃと、各種情報や画像を表示する液晶ディスプレイ等の表示部６ｄとが接続
されている。
【００２９】
　メインコントローラ６ａは、各部を集中的に制御するマイクロコンピュータと、塗布に
関する塗布情報や各種プログラム等を記憶する記憶部と（いずれも図示せず）を備えてい
る。塗布情報は、ドットパターン等の所定の塗布パターン、塗布ヘッド５の駆動電圧の所
定値Ｖ０、吐出周波数（吐出タイミング）及び基板Ｋの移動速度（塗布速度）に関する情
報等を含んでいる。なお、駆動電圧を変更することにより液滴の吐出量を調整することが
可能であり、吐出周波数や基板Ｋの移動速度を変更することにより基板Ｋ上でＸ軸方向（
基板Ｋの移動方向）に並ぶ各液滴の間隔、すなわちＸ軸方向の塗布ピッチを調整すること
ができる。
【００３０】
　ヘッドコントローラ６ｂは、メインコントローラ６ａからの制御信号を受けて塗布ヘッ
ド５が備える圧電素子駆動部１５による各圧電素子１４の駆動を制御する。例えば、ヘッ
ドコントローラ６ｂは、メインコントローラ６ａからの制御信号として駆動電圧の所定値
Ｖ０や吐出周波数等を受け、吐出周波数に基づく吐出タイミングで所定の駆動電圧を各圧
電素子１４に印加する。
【００３１】
　色度計６ｃは、ステージ２上の基板Ｋに塗布された塗布膜の色度を測定する。例えば、
基板Ｋに対してカラーフィルタ用の塗布（詳しくは後述する）が行われる場合には、色度
計６ｃが画素毎の色度を測定するために用いられる。したがって、色度計６ｃは基板Ｋの
塗布面上の画素毎に塗布された塗布膜の色度を測定可能に構成されている。例えば、色度
計６ｃは塗布ヘッド５と同様にヘッド搬送部を介してコラムに設けられており、そのヘッ
ド搬送部により塗布ヘッド５と個別にＹ軸方向に移動可能に構成されている。なお、色度
測定時、塗布ヘッド５は色度計６ｃの移動を妨げない位置に待避している。
【００３２】
　この色度計６ｃが、基板Ｋの塗布面上に液滴の溶質により生成される塗布膜の特性を検
出する検出部として機能する。また、色度計６ｃによって測定した色度に基づいて塗布膜
の厚さを求めることができ、塗布膜の厚さから塗布面上に塗布された液滴の塗布量を求め
ることできることから、色度計６ｃは液滴の吐出量に関する情報を取得する検出部として
の機能を有する。
【００３３】
　次に、前述の液滴塗布装置１が行う塗布動作（塗布方法）について説明する。なお、液
滴塗布装置１の制御部６が各種のプログラムに基づいて塗布処理を実行する。ここでは、
着色層である画素をＸ軸及びＹ軸の縦横の行列状、すなわちマトリクス状に有するカラー
フィルタを製造する場合について説明する。
【００３４】
　図３に示すように、まず、カラーフィルタ製造用の基板に対して塗布液を塗布する動作
である製造塗布に先立って、測定用として用いられる基板（ここでは、製造塗布に用いる
カラーフィルタ製造用の基板を測定用基板として用いる例とする。）に対して塗布液を塗
布する動作である測定用塗布が行われる（ステップＳ１）。
【００３５】
　ただし、塗布ヘッド５が、ステージ２に対する基板Ｋの搬入／搬出に伴う載置待機等、
所定時間以上吐出動作を停止していた場合には、全吐出孔１１ａから液滴を連続して吐出
させるダミー吐出が行われる。その後、ダミー吐出が完了すると、塗布ヘッド５はダミー
吐出位置から基板Ｋに対して塗布を開始する塗布開始位置まで移動する。ダミー吐出位置
とは、例えば、ステージ２のＸ軸方向の端部に設けられた受け部（図示せず）に塗布ヘッ
ド５が対向する位置である。受け部はステージ２と共にステージ搬送部３によりＸ軸方向
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に移動し、塗布ヘッド５に対向する吐出位置で塗布ヘッド５の各吐出孔１１ａから吐出さ
れた液滴を受け取る。
【００３６】
　測定用塗布において制御部６は、塗布情報に基づき、ドライバ４を介してステージ搬送
部３を制御し、ステージ２をＸ軸方向に移動させながら、ヘッドコントローラ６ｂにより
塗布ヘッド５を制御し、Ｘ軸方向に移動するステージ２上の基板Ｋの塗布面に向けて各吐
出孔１１ａから液滴を間欠吐出し、ドット列をＸ軸方向に順次塗布して、その測定用の基
板Ｋの塗布面上の塗布区画毎に塗布膜を形成する走査塗布動作を行う。
【００３７】
　ここで、塗布ヘッド５のＹ軸方向長さ（吐出孔１１ａの配列長さ）は基板Ｋの塗布面上
における塗布対象領域（塗布区画が行列状に形成された領域）のＹ軸方向長さよりも短い
ため、１回の走査塗布で塗布対象領域全域の塗布区画に塗布膜を形成することができない
。そこで、塗布対象領域をＹ軸方向に塗布ヘッド５が一度にカバー可能な寸法の複数の領
域に分割し、塗布ヘッド５をＹ軸方向に分割した領域に合せてピッチ移動させ、分割した
領域毎に走査塗布を実行するものとする。この塗布対象領域の分割数や塗布ヘッド５のピ
ッチ移動量の情報は、塗布情報としてメインコントローラ６ａの記憶部に記憶されている
。
【００３８】
　よって、塗布ヘッド５で一度にカバー可能な領域内の塗布区画に対する液滴の塗布が完
了したら、塗布情報に基づき塗布ヘッド５をＹ軸方向に設定距離ピッチ移動させ、次の領
域に対応する塗布区画に塗布膜を形成する走査塗布動作を行う。その後、制御部６は同様
の走査塗布動作を複数回繰り返し、基板Ｋの塗布面上の塗布区画全体に塗布膜を形成する
。なお、測定用塗布では、基板Ｋの塗布面上の塗布区画全体に塗布を行う必要は無く、少
なくとも後述する色度測定の測定対象となる画素分の領域に塗布を行えば良い。
【００３９】
　ここで、各塗布区画は、カラーフィルタの各画素にそれぞれ対応する塗布領域である。
すなわち、カラーフィルタ製造用の基板の塗布面には、格子状の凸部としてのブラックマ
トリクスが形成されている。このブラックマトリクスは、カラーフィルタの赤色、緑色及
び青色の各画素を囲む格子状の黒色部分である。したがって、各塗布区画は、ブラックマ
トリクスで囲まれた複数の凹部の各々の底面と同じ面積を有し、同じ場所に位置する領域
であり、カラーフィルタ製造用の基板においては各凹部の底面が塗布区画となる。なお、
ブラックマトリクスは撥インク性を有しており、カラーフィルタ製造用の基板上において
ブラックマトリクス以外の領域は親インク性を有している。
【００４０】
　一つの塗布区画内には、所定数の液滴、例えば八滴の液滴が塗布される。これらの液滴
は一つの塗布区画内にそれぞれ着弾し、その後、流動して濡れ広がり、互いにくっついて
一つの塗布膜となる。塗布膜は、乾燥して着色層となる。他の塗布区画でも同様に着色層
が形成される。数滴の液滴の合計量は、塗布液である溶液の乾燥後に溶質が凹部の容量と
略同じになるような所定量（例えば５０ｐｌ）に設定されている。なお、塗布区画毎に共
通の液滴吐出回数は予め設定されており、メインコントローラ６ａの記憶部に設定値とし
て記憶されている。
【００４１】
　前述のステップＳ１において測定用塗布が完了すると、色度計６ｃによる色度測定が行
われる（ステップＳ２）。制御部６は、前述の塗布情報に基づいてドライバ４を介してス
テージ搬送部３を制御し、ステージ２をＸ軸方向に移動させながら、色度計６ｃによりス
テージ２上の基板Ｋの塗布面に存在する所定数の着色層の色度を測定する。このときの測
定対象となる着色層は、後述する駆動電圧の増加量を算出するのに必要とするデータ量に
応じて予め設定されており、メインコントローラ６ａの記憶部に設定値として記憶されて
いる。
【００４２】
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　例えば、図４に示すように、基板Ｋの一番端（図４中の左端）に位置してＸ軸方向に並
ぶ着色層、すなわち画素が吐出開始画素から十個測定される。なお、図４では、色度の測
定対象となる画素は太線で示されている。これらの画素に対する色度測定により、図５に
示すように、画素の色度と吐出開始からの画素数との関係（第１の折れ線Ａ）が求められ
る。
【００４３】
　ここで、第１の折れ線Ａは、塗布ヘッド５の全吐出孔１１ａ中において図４中の塗布ヘ
ッド５の左端に位置する第１の吐出孔１１ａにより生成された画素の色度変化を示す折れ
線である。また、第２の折れ線Ｂは、第１の吐出孔１１ａの隣に位置する第２の吐出孔１
１ａにより生成された画素の色度変化を示す折れ線である。この第２の折れ線Ｂは、第１
の吐出孔１１ａ以外の他の吐出孔１１ａでも色度変化がほぼ同様となることを示すもので
ある。
【００４４】
　図５に示すように、第１の折れ線Ａ及び第２の折れ線Ｂのどちらでも、画素の色度がほ
ぼ一定に安定するまで数画素を要しており、吐出開始後の数画素の色度は色度安定以降の
他の画素より低くなっている。すなわち、図５では、色度は第３の画素以降からほぼ一定
値に安定しており、第１の画素及び第２の画素の二画素分の色度は第３の画素以降より低
くなっている。第１の折れ線Ａにおいて第３の画素以降の色度の平均値をａとすると、第
１の画素の色度はａの９８．５９％程度であり、第２の画素の色度はａの９９．８４％程
度である。また、第２の折れ線Ｂにおいても、第３の画素以降の色度の平均値をｂとする
と、第１の画素の色度はｂの９８．７５％程度であり、第２の画素の色度はｂの９９．８
４％程度である。なお、色度がほぼ一定に安定したか否かは、前後の画素間での色度の差
の値が予め設定した許容値以内であるか否かによって判定することができる。
【００４５】
　この吐出開始から数画素分の色度の違いは色ムラを生じさせ、その色ムラの塗布不良は
塗布品質の低下要因となるため、これを抑止する必要がある。前述の測定用塗布では、各
圧電素子１４に印加する駆動電圧は塗布情報として記憶された所定値Ｖ０となっており、
各吐出孔１１ａから設定された吐出周波数で吐出されるそれぞれの液滴の吐出量は同一と
なるはずであるが、吐出孔１１ａの開口付近の溶媒が揮発し、その開口付近の溶液粘度が
増加するため、実際には、吐出開始から数画素分の吐出量が他の画素より少なくなり、図
５に示すように、吐出開始後の数画素の色度が他の画素より低くなり、色度が安定するま
でに数画素を要することになる。
【００４６】
　前述のステップＳ２において色度測定が完了すると、その色度測定の結果から駆動電圧
の増加対象画素及び駆動電圧の増加量が求められ、メインコントローラ６ａが備える記憶
部に記憶される（ステップＳ３）。
【００４７】
　まず、画素毎の色度がほぼ一定値に安定した場合の最初の画素が求められ、その画素よ
り前の画素が増加対象画素として認識される。例えば、図５では、画素毎の色度がほぼ一
定値に安定した場合の最初の画素が第３の画素であると認識され、その前の第１の画素及
び第２の画素が増加対象画素として認識される。
【００４８】
　その後、第１の画素の色度と第３の画素以降の色度の平均値との色度差が算出され、そ
れらの色度差がゼロとなるよう、駆動電圧の所定値Ｖ０を増加させる増加量ΔＶ１が求め
られる。同様に、第２の画素の色度と第３の画素以降の色度の平均値との色度差が算出さ
れ、それらの色度差がゼロとなるよう、駆動電圧の所定値Ｖ０を増加させる増加量ΔＶ２
が求められる。例えば、第１の画素では、その色度を１～２％程度増加させて色度差をゼ
ロとするため、また、第２の画素では、その色度を０．１～０．２％程度増加させて色度
差をゼロとするため、所定値Ｖ０に対する駆動電圧の増加量ΔＶ１が求められる。すなわ
ち、吐出孔１１ａの開口付近の溶液粘度が増加したことによる溶液の吐出量の減少分を補
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うための駆動電圧の増加量が求められる。
【００４９】
　なお、第１の吐出孔１１ａ（第１の折れ線Ａ）及び第２の吐出孔１１ａ（第２の折れ線
Ｂ）における画素の色度変化がほぼ同じであるため、全吐出孔１１ａにおいて画素の色度
変化はほぼ同様であると考えられる。したがって、塗布ヘッド５の全吐出孔１１ａの数を
ｎとすると、第１の画素のＹ軸方向に（ｎ－１）個並ぶ画素も増加対象画素として認識さ
れ、それらの増加対象画素に対応する駆動電圧増加量も第１の画素に対応する駆動電圧増
加量ΔＶ１と同等として求められる。同様に、第２の画素のＹ軸方向に（ｎ－１）個並ぶ
画素も増加対象画素として認識され、それらの増加対象画素に対応する駆動電圧増加量も
第２の画素に対応する駆動電圧増加量ΔＶ２と同等として求められる。このようにして増
加対象画素及び駆動電圧増加量が求められ、メインコントローラ６ａが備える記憶部に増
加情報として記憶される。
【００５０】
　なお、駆動電圧の所定値Ｖ０に付加する駆動電圧増加量ΔＶ１、ΔＶ２を記憶部に記憶
させる代わりに、駆動電圧の所定値Ｖ０に駆動電圧増加量ΔＶ１、ΔＶ２を加えた増加駆
動電圧Ｖ０１、Ｖ０２を第１、第２の画素に対する駆動電圧として記憶部に記憶されるよ
うにしても良い。
【００５１】
　このように第１の画素及び第２の画素も含め、それらの両方のＹ軸方向に（ｎ－１）個
だけ並ぶ画素も増加対象画素として認識され、それに対応する駆動電圧の増加量が求めら
れる。所定値Ｖ０より増加した駆動電圧が印加された圧電素子１４では、その伸縮度合い
が増すため、液室１２ａ内から吐出孔１１ａを介して溶液を液滴として吐出させる吐出力
が増加する。このとき、吐出孔１１ａから吐出される液滴の吐出量は、通常であれば圧電
素子１４に駆動電圧の所定値Ｖ０を印加した場合の吐出量に比べ増えるはずであるが、吐
出孔１１ａの開口付近の溶液粘度が増加しているため、前述の吐出量と同等となる。
【００５２】
　前述のステップＳ３において駆動電圧の増加量の算出が完了すると、次に、製造塗布が
行われる（ステップＳ４）。前述の色度測定に係る測定時間や算出時間等が数分かかるた
め、製造塗布前には、前述の測定用塗布前と同様、全吐出孔１１ａから液滴を連続して吐
出させるダミー吐出が行われる。このダミー吐出が完了すると、塗布ヘッド５はダミー吐
出位置から基板Ｋに対して塗布を開始する塗布開始位置まで移動する。
【００５３】
　製造塗布でも測定用塗布と同様に、制御部６は、塗布情報に基づき、ドライバ４を介し
てステージ搬送部３を制御し、ステージ２をＸ軸方向に移動させながら、ヘッドコントロ
ーラ６ｂにより塗布ヘッド５を制御し、Ｘ軸方向に移動するステージ２上の基板Ｋの塗布
面に向けて各吐出孔１１ａから液滴を間欠吐出し、ドット列をＸ軸方向に順次塗布して、
塗布ヘッド５で一度にカバー可能な領域内に位置するその基板Ｋの塗布面上の塗布区画毎
に対して塗布膜を形成する走査塗布動作を行う。前記領域内の塗布区画に対する液滴の塗
布が完了したら、塗布情報に基づき塗布ヘッド５をＹ軸方向に設定距離移動させ、次の領
域に対応する塗布区画に塗布膜を形成する走査塗布動作を行う。その後、制御部６は同様
の走査塗布動作を複数回繰り返し、基板Ｋの塗布面上の塗布区画全体に塗布膜を形成する
。なお、基板Ｋに赤インクを塗布する場合には、全ての塗布区画のうち赤インクを塗布す
べき塗布区画に対して液滴をそれぞれ塗布し、その後、同様にして緑インク及び青インク
も塗布する。
【００５４】
　ただし、制御部６は、メインコントローラ６ａの記憶部に記憶された増加対象画素及び
駆動電圧の増加量を含む増加情報に基づいて、塗布ヘッド５に対して吐出開始から所定回
数（例えば、一画素を八滴で生成する場合には、二画素分の十六回）だけ駆動電圧を所定
値Ｖ０より増加させて与える制御を行う。これにより、増加対象画素に対応する吐出孔１
１ａにおいては、駆動電圧が所定値Ｖ０である場合に比べ、液滴の吐出量が増加する。し
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たがって、吐出開始から所定回数分の各吐出量はその後の吐出量と同等となり、その結果
、吐出開始から所定回数分の各溶質量はその後の溶質量と同等となる。このように、全吐
出孔１１ａの吐出量が同等となり、全画素の溶質量が同じになるので、全画素の色度を均
一にすることができる。
【００５５】
　その後、一連の塗布動作が完了すると、ステージ２上から基板Ｋが搬出され、次の基板
Ｋがステージ２上に搬入される。この搬出／搬入には数分を要するため、塗布ヘッド５は
次の塗布開始前に再びダミー吐出を行い、ダミー吐出後、ダミー吐出位置から塗布開始位
置に移動する。その後、次の基板Ｋに対して製造塗布を行うが、このときにも、塗布不良
の発生を確実に抑止するためにステップＳ１からステップＳ４までを実行することが望ま
しいが、これに限るものではなく、例えば、二回目の製造塗布時にはステップＳ１からス
テップＳ４までの処理を実行せず、ステップＳ５で前回の増加情報を用いて製造塗布を行
うようにしても良い。したがって、ステップＳ１からステップＳ４までを基板Ｋ毎に必ず
実行する必要は無く、溶液の種類や所望の塗布品質等に応じて実行するか否かを変更する
ようにしても良い。
【００５６】
　以上説明したように、本発明の第１の実施形態によれば、塗布ヘッド５の各圧電素子１
４に与える駆動電圧が、基板Ｋ上の液滴毎の溶質量が均一になるように吐出開始から所定
回数（例えば、一画素を八滴で生成する場合には、二画素分の十六回）だけ増加される。
これにより、液滴の吐出量が吐出開始から所定回数適切に増加し、各吐出孔１１ａの開口
付近の溶液粘度が増加している場合でも、吐出開始から所定回数分の各吐出量はその後の
吐出量と同等となる。したがって、全吐出孔１１ａの吐出量が同じになり、その結果、全
画素の溶質量は同等となるので、全画素の色度を均一にすることが可能である。このよう
にして、色ムラの塗布不良の発生を抑止して塗布品質を向上させることができるので、基
板Ｋ上に形成される塗布膜の品質を向上させることができる。
【００５７】
　特に、全画素で色度が均一になり、色ムラが防止されるので、カラーフィルタを有する
表示パネルの品質を向上させることができる。さらに、吐出開始から所定回数分、駆動電
圧を増加させるという簡単な制御により、必要量の溶質を塗布することが可能になるので
、制御データの増大や処理時間の長大等を抑えることができる。
【００５８】
　また、駆動電圧の増加量は色度計６ｃにより検出された色度に応じて調整される。これ
により、吐出開始から所定回数分の各画素の色度が所定回数後の各画素の色度と同等にな
ることが確実となるので、色ムラの塗布不良の発生を確実に抑えることができる。
【００５９】
　なお、前述の製造塗布において、塗布ヘッド５で一度にカバー可能な領域に対して塗布
を行なう一回目の走査塗布動作が完了すると、塗布ヘッド５はその完了位置からＹ軸方向
に設定距離移動した二回目の走査塗布動作の開始位置に移動する。このときの移動時間は
数秒であるが、塗布ヘッド５はこの間吐出孔１１ａからの液滴の吐出を中断している。そ
して、この時間は基板の大型化に伴って長くなる傾向にある。このため、塗布ヘッド５の
吐出中断時間に応じて、メインコントローラ６ａの記憶部に記憶されている増加情報、例
えば駆動電圧の増加量が調整されて用いられても良い。
【００６０】
　ただし、この吐出中断時間は塗布ヘッド５が一連の塗布動作中に吐出を中断した時間で
あり、溶液によっては一連の塗布動作中の吐出中断時間は無視しても良い場合がある。一
連の塗布動作とは、一枚の基板Ｋの塗布面に設けられた塗布対象領域に対する塗布が開始
してからその塗布対象領域全体に対する塗布が完了するまでの動作のことである。なお、
一枚の基板Ｋから複数個の表示パネルを作成する多面取りを行う場合には、基板Ｋの塗布
面に塗布対象領域が複数設けられることがある。この場合には、これら複数の塗布対象領
域全体に対する塗布が完了するまでの動作が一連の塗布動作となる。
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【００６１】
　ここで、例えば、一連の塗布動作中の吐出中断時間が無視可能、すなわち、当該吐出中
断時間中における溶媒の乾燥に起因する吐出孔１１ａ開口付近での溶液粘度の増加が吐出
量に減少が生じない程度である場合には、ダミー吐出から塗布開始までの吐出中断時間に
対応する前述の増加情報を用いることなく塗布を行う。一方、それらの吐出中断時間が無
視不可能、すなわち、当該吐出中断時間中における溶媒の乾燥に起因する吐出孔１１ａ開
口付近での溶液粘度の増加が吐出量の減少をもたらす程度である場合には、塗布ヘッド５
のダミー吐出から塗布開始までの吐出中断時間と、塗布ヘッド５の走査塗布動作の完了か
ら次の走査塗布動作の開始までの吐出中断時間（走査塗布動作間の吐出中断時間）との時
間差に応じて、メインコントローラ６ａの記憶部に記憶されている増加情報、例えば駆動
電圧の増加量が調整されて用いられる。各吐出中断時間はあらかじめ塗布パターン等の塗
布情報からわかっている。
【００６２】
　走査塗布動作間の吐出中断時間がダミー吐出から塗布開始までの吐出中断時間より長い
場合には、その時間差に基づいて駆動電圧の増加量は増やされて用いられる。一方、走査
塗布動作間の吐出中断時間がダミー吐出から塗布開始までの吐出中断時間より短い場合に
は、その時間差に基づいて駆動電圧の増加量は減らされて用いられる。なお、走査塗布動
作間の吐出中断時間と、塗布ヘッドのダミー吐出から塗布開始までの吐出中断時間とがほ
ぼ同じである場合には、前述の増加情報がそのまま用いられる。
【００６３】
　このように駆動電圧の増加量は、塗布ヘッド５による基板Ｋに対する一連の塗布動作中
において、塗布ヘッド５の吐出中断時間に応じて調整される。これにより、一連の塗布動
作中の吐出中断時間がダミー吐出から塗布開始までの吐出中断時間と異なる場合等でも、
全吐出孔１１ａの吐出量が同じになり、全画素の溶質量は同等となるので、色ムラの塗布
不良の発生を確実に抑えることができる。
【００６４】
　なお、多面取りの基板Ｋにおいて塗布対象領域が走査方向に複数配置されている場合に
は、走査方向に並ぶ１つの塗布対象領域と次の塗布対象領域との間で吐出中断時間が発生
する。この吐出中断時間においても、塗布ヘッドのダミー吐出から塗布開始までの吐出中
断時間との比較に基づいてメインコントローラ６ａの記憶部に記憶されている増加情報を
調整して用いることが可能である。
【００６５】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態について図３を参照して説明する。
【００６６】
　本発明の第２の実施形態は基本的に第１の実施形態と同様である。第２の実施形態では
、第１の実施形態との相違点について説明し、第１の実施形態で説明した部分と同一部分
は同一符号で示し、その説明も省略する。
【００６７】
　本発明の第２の実施形態に係る液滴塗布装置１では、図３に示すステップＳ３において
、駆動電圧の増加量にかえて、液滴吐出回数の増加量が求められる。ここで、測定用塗布
では、一つの塗布区画に対して例えば八滴の所定数の液滴が塗布される。この液滴吐出回
数は設定値としてメインコントローラ６ａの記憶部に記憶されている。この液滴の設定値
を増加させる増加量、すなわち増加回数が求められることになる。言い換えれば、一つの
塗布区画（画素）に塗布する液滴数の増加数を求めることになる。具体的には、一つの塗
布区画に塗布する液滴数を八滴に対して１滴増やすとか２滴増やすとかの如くである。
【００６８】
　ステップＳ４における製造塗布では、制御部６は、第１の実施形態と同様、液滴吐出回
数の所定値（例えば八滴）に基づいて、塗布ヘッド５に対して駆動電圧の所定値Ｖ０を与
える制御を行う。ただし、制御部６は、メインコントローラ６ａの記憶部に記憶された増
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加対象画素及び液滴吐出回数の増加量を含む増加情報に基づいて、全ラインにおいて塗布
ヘッド５の吐出開始から所定の塗布区画数（例えば二画素分）だけ液滴吐出回数を増加さ
せる。なお、塗布区画に対して塗布する液滴数を増加させるためには、その塗布区画内に
おける液滴の塗布間隔を狭めれば良いが、その手段としては、その塗布区画に対する液滴
の吐出周波数を高くするものでも、塗布速度（基板Ｋの移動速度）を増加させるものでも
、それらを合せたものでも良い。
【００６９】
　これにより、吐出開始から所定の塗布区画（例えば、第１の画素及び第２の画素を含み
それらにそれぞれＹ軸方向に並ぶ全画素）においては、着弾する液滴の数が他の塗布区画
に比べ増加する。したがって、吐出開始から所定の塗布区画分の各吐出量はその後の吐出
量と異なるが、吐出開始から所定の塗布区画内に塗布された塗布液中に含まれる溶質量は
その後の溶質量と同等となる。これにより、全塗布区画、すなわち全画素の溶質量は同等
となるので、全画素の色度を均一にすることが可能である。このようにして、色ムラの塗
布不良の発生を抑止して塗布品質を向上させることができる。
【００７０】
　以上説明したように、本発明の第２の実施形態によれば、増加対象画素の駆動電圧を増
加させることにかえて、増加対象画素の液滴吐出回数を増加させることでも、第１の実施
形態と同様の効果を得ることができる。また、吐出開始から所定の塗布区画分、液滴吐出
回数を増加させるという簡単な制御により、必要量の溶質を塗布することが可能になるの
で、制御データの増大や処理時間の長大等を抑えることができる。
【００７１】
　（他の実施形態）
　なお、本発明に係る前述の実施形態は例示であり、発明の範囲はそれらに限定されない
。前述の実施形態は種々変更可能であり、例えば、前述の実施形態に示される全構成要素
から幾つかの構成要素が削除されても良く、さらに、異なる実施形態に係る構成要素が適
宜組み合わされても良い。
【００７２】
　前述の実施形態においては、基板Ｋ上に塗布膜として着色層を形成してカラーフィルタ
を製造しているが、これに限るものではなく、基板Ｋ上に塗布膜として配向膜を形成する
ようにしても良く、あるいは、塗布膜としてレジスト膜を形成するようにしても良い。こ
れらの場合には、画素である着色層の色度を測定する色度計６ｃを用いるのではなく、例
えば、配向膜の厚さやレジスト膜の厚さを測定する膜厚計あるいは滴下された各液滴の着
弾径や着断面積等から滴下量を検出する滴下量検出器等を用いると良い。なお、膜厚計は
、基板Ｋ上に液滴の溶質により生成される塗布膜の厚さを検出する検出部として機能する
。また、膜厚計によって検出した塗布膜の厚さから塗布面上に塗布された液滴の塗布量を
求めることできることから、膜厚計は液滴の吐出量に関する情報を取得する検出部として
の機能を有する。
【００７３】
　なお、基板Ｋ上に一つまたは複数個設定された矩形状の塗布対象領域に配向膜を形成す
るために配向膜材料を塗布する場合には、まず、表面に撥液処理が施された測定用の基板
に対して記憶部に記憶された生産用基板に対する塗布情報に基づいて液滴の塗布を行う測
定用塗布を行う。撥液処理が施された基板Ｋ上に塗布された液滴は、基板Ｋの撥液性のた
めに濡れ広がることなく個々に独立して半球状の形状となる。
【００７４】
　測定用塗布の後、上述の液滴量検出器を用いて、基板上に塗布された各液滴の量を検出
する。すなわち、液滴を真上から撮像するカメラを制御部６による制御の元において基板
Ｋに対してその面方向に相対的に移動させ、予め設定された撮像対象位置に順次位置づけ
、各位置に滴下された液滴を真上から撮像する。撮像画像を不図示の画像処理装置を用い
て画像処理し、撮像画像中の液滴画像の面積または直径から当該液滴の量を液滴の吐出量
として算出する。例えば、撮像対象位置は、第１の実施形態と同様に、塗布ヘッド５にお
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いて左端に位置する第１の吐出孔１１ａによって塗布された液滴のうち吐出開始位置から
２０個～４０個分程度であり、この数は吐出量がほぼ一定に安定するに充分な数で、経験
値や実験によって定めることができる。
【００７５】
　算出した各液滴の吐出量から滴下位置と吐出量との関係を表す折れ線グラフを作成する
。このグラフは、図５と同様に、吐出開始からｎ滴目以降で吐出量がほぼ一定値に安定す
る。ここでは、１５滴目以降で吐出量がほぼ安定する傾向を示したものとする。
【００７６】
　この結果に基づいて、吐出量が安定するまでの１４滴分の吐出に関する駆動電圧の増加
量を求める。すなわち、１４滴の液滴それぞれについて、安定後の吐出量との差を求め、
その差を相殺する分の駆動電圧の増加量を求める。吐出量の差に応じた駆動電圧の増加量
は、予め駆動電圧と吐出量との関係を実験によって求めておき、その関係を参照すること
によって定めることができる。１４滴分の駆動電圧増加量は、駆動電圧の増加情報として
記憶部に記憶される。
【００７７】
　また、滴下位置と吐出量との関係は塗布ヘッド５における第１の吐出孔１１ａ以外の他
の吐出孔１１ａも同様の傾向を示すと考えられるので、上述で求めた各滴下位置での駆動
電圧の増加量は他の吐出孔１１ａに対しても同様に適用する。
【００７８】
　生産用の基板に対して製造塗布を行うときには、上述のようにして設定された塗布情報
に基づいて塗布ヘッド５の吐出孔１１ａからの液滴の吐出が制御される。
【００７９】
　また、基板Ｋ上に液滴の溶質により生成される塗布膜の特性を検出する検出部としては
、塗布膜の電気的抵抗を測定するものであっても、塗布膜の透過光量や吸光度を検出する
ものであっても良い。
【００８０】
　また、上述の実施の形態において、基板Ｋの塗布面に対する一連の塗布動作中に吐出中
断時間が生じる場合には、その吐出中断時間の長さに応じてメインコントローラ６ａの記
憶部に記憶されている増加情報を調整して用いることとして説明したが、測定用塗布にお
いて、上述の吐出中断によって吐出量の減少が生じた結果として必要となる駆動電圧の増
加量を予め求めておくようにしても良い。
【００８１】
　また、溶液の粘度の増加に伴う吐出量の減少量は、各吐出孔１１ａで同様の傾向を示す
ことから、１つ或いは２つの吐出孔１１ａにおいて求めた吐出量の情報に基づいて求めた
駆動電圧の増加量を、全ての吐出孔１１ａに対して適用するものとして説明したが、個々
の吐出孔１１ａそれぞれについて個別に吐出量の情報を検出し、駆動電圧の増加量を設定
するようにしても良い。
【００８２】
　また、前述の実施形態においては、塗布ヘッド５に対して基板ＫをＸ軸方向に移動させ
ているが、これに限るものではなく、基板Ｋに対して塗布ヘッド５をＸ軸方向に移動させ
るようにしても良く、要は塗布ヘッド５と基板Ｋとを相対移動させるようにすれば良い。
【符号の説明】
【００８３】
　１　　液滴塗布装置
　２　　ステージ
　３　　ステージ搬送部（移動装置）
　５　　塗布ヘッド
　６　　制御部
　６ｃ　色度計（検出部）
　１４　圧電素子（駆動素子）
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